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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CARTES IMPRIMEES

Huitiéme partie: Spécification pour cartes imprimées souples a simple et a double face,
avec connexions transversales

PREAMBULE

bmités d’Etudes
mesure possible

1) Ifes décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques
du sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant 4 ces questions, exprime
un accord international sur les sujets examinés. ’

2) (fes décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées cotn < ité ionaux.
3) Ipans le but d’encourager Punification internationale, la CEI exprime le veeu que s+ e ité bnaux adoptent
dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CE1, dap§ la s le permettent.

Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la régle national® doit, dalys la mesure fu possible, étre
indiquée en termes clairs dans cette derniére.

D

de cette réu-
nio ea 1tral) 194, fut soumis a ’approbation des Comités nationaux sui-
var i

€ sont prononcés explicitement en faveur de la jpublication:

) Hongrie
Israél
Italie
Japon
Pays-Bas
Roumanie
g Royaume-Uni
orée (République de) Suéde
Danemark Suisse

Egypte Turquie
Espagne Union des Républiques
France Socialistes Soviétiques

Note. — Les publications de la CEI a utiliser conjointement avec la présente publication sont énumérées a la page 6, para-
graphe 1.2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARDS

Part 8: Specification for single and double sided flexible printed boards

with through connections

FOREWORD

1) The formJl decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Co
National ommittees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possiblg;
of opinion| on the subjects dealt with.

2) They have|the form of recommendations for international use and they are accepted by the National

3) In order tp promote international unification, the IEC expresses the wish that all
text of the]I EC recommendation for their national rules in so far as national conditi
the IEC g
latter.

This stal[d

A first d
draft, Doc
the Six Mg

The Nat i tri€s voted in favour of publication:

Korea (Republic of)
Netherlands

Romania

South Africa (Republic of)
Spain

Sweden

Switzerland

Germany Turkey

No. 52: Printed Circuits.

in 1979. As a result of this meetingji, a
ational Committees for approval ungler

Hungary Union of Soviet
Israel Socialist Republics
Italy United Kingdom

Note. — The IEC publications to be used in conjunction with this publication are listed on page 7, Sub-clause 1.2.
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CARTES IMPRIMEES

Huitiéme partie: Spécification pour cartes imprimées souples a simple et a double face,
avec connexions transversales

1. Introduction

La publication 326 de la CEI est applicable aux cartes imprimées, indépendamment de leur pro-
cédé de fabrication, lorsqu’elles sont prétes pour le montage des composants.

Elle est divisée en différentes parties concernant des informations teuL des recom-
mandations pour le rédacteur de spécifications, des méthodes d’essai iptiond pour les dif-
férents types de cartes imprimées, par exemple cartes impriméeS a si : > face, cartes
imprimées multicouches et cartes imprimées souples.

1.1l But de la huitieme partie

ent étre éva-
ce, avec con-
u des ceillets.

1.2
ela CEI:

fietallique pour circuits imprimés.
tie: Instructions pour le rédacteur de spégifications (a

Etudes et application des cartes imprimées.
pécification pour cartes imprimées a simple et a double fgce avec trous
non métallisés.
ie: Spécification pour cartes imprimées a simple et a double fgce avec trous
métallisés.

~-Sixieme partie: Spécification pour cartes imprimées multicouches.
epti€me partie:  Spécification pour cartes imprimées souples a simple et a double face,
sans connexions transversales.

2. Domaine d’application

La présente norme est applicable aux cartes imprimées souples a simple et & double face, avec
connexions transversales, indépendamment de leur procédé de fabrication. Elle est destinée a servir
de base aux accords entre acheteur et vendeur. L’expression «spécification concernée», utilisée plus
loin, se rapporte a de tels accords. La présente spécification n’est pas applicable aux cables plats.

3. Objet

Définir les caractéristiques a évaluer, les méthodes d’essai a suivre et formuler des prescriptions
uniformes pour juger des propriétés et des dimensions.
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PRINTED BOARDS

Part 8: Specification for single and double sided flexible printed boards
with through connections

1. Introduction

IEC Publication 326 is applicable to printed boards, irrespective of their method of manufac-
ture, when they are ready for mounting of the components.

r the
, for

It 1L divided into separate parts covering information for the designer, recg
specification writer, test methods and requirements for the various type
exampple single and double sided, multilayer and flexible printed boards

1.1 Pufp( se of Part 8

and requirerents

ThiE part contains fundamental information on characte
Yhe through copnec-

for single and double sided flexible printed boards with
tions|may be plated-through holes or eyelets.

1.2 Assogiated 1EC publications

Thiis standard shall be used in conjuncti

68:| Basic Environmental Testing Praced
97:| Grid System for Rfinded Citcuits.

194: cuits

249: SUits.

326-1: stiohs foryhe Specification Writer (under consideration)).
326-2:

326-3: De 1

326-4: ifica Single and Double Sided Printed Boards with Plain Holes.
326-%: Ra : Micati 6r Single and Double Sided Printed Boards with Plated-thjough
326-6: S gifica

326-T: Specification for Single and Double Sided Fiexible Printed Boards without

Through Connections.

2. Scope

This standard is applicable to single and double sided flexible printed boards with through con-
nections irrespective of their method of manufacture. It is intended as a basis on which agreements
between purchaser and vendor can be made. The term ‘‘relevant specification’’ used herein refers
then to such agreements. This specification is not applicable to flat cables.

3. Object

To define the characteristics to be assessed, the test methods to be used and to establish uniform
requirements for judging properties and dimensions.
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4. Généralités

Les tableaux suivants contiennent toutes les caractéristiques importantes et renvoient aux essais
appropriés pour vérifier ces caractéristiques.

Sauf spécification contraire, tous les essais énumérés au tableau I, page 10, doivent étre effectués.
Lorsque la spécification concernée fait état, de maniére précise, de caractéristiques supplémentaires
qui exigent d’autres essais, les essais & appliquer doivent étre choisis dans le tableau I, page 22.

Lorsqu’un essai nécessite des détails supplémentaires & donner dans la spécification concernée,
cette nécessité est indiquée par un astérisque dans la colonne prévue a cet effet. Ces détails sont
alors spécifiés selon la Publication 326-2 de la CEI.

Les tableaux n’ont pas pour but d’imposer une séquence d’essais: ceux-ci peuvent étre effectués

9

5.| Eprouvettes
Les essais sont effectués de préférence sur des cartes

Lorsqu’il est convenu d’utiliser des éprouvette; , celles-ci [sont réalisées
conformément au paragraphe 4.2 de la Publicati g ne éprouvette appropriée est
donnée a la figure 1, page 28.

6. | Spécification concernée

La spécification concernée co ons nécessaires pour définir compléte-

dations données dans la Publication 326-3 de

Il convient d’¢
échéant, et d¢
peuvent étre
certai
ou parties’

ues. Les écarts permis doivent étre sfipulés, le cas
ou minimales
ires que pour
nt a ces zones

ce sont celles
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4. General

The following tables contain all important characteristics and make reference to the appropriate
tests to verify these characteristics.

Unless otherwise specified, all of the tests listed in Table I, page 11, shall be carried out. Where
the relevant specification specifically claims additional characteristics which require additional
tests, the relevant tests shall be selected from Table II, page 23.

Where additional details for a test must be specified in the relevant specification, this is indicated
by an asterisk in the relevant column. These details shall then be specified in accordance with [EC
Publication 326-2.

The tables are not intended to prescribe a test sequence, the tests may be carried out in any
sequence, unless otherwise specified

THhe sample quantity shall also be specified by the relevant specification.

5. Test sgpecimens
The tests shall preferably be carried out on production board

Where the use of test coupons is agreed, they shall be prepared prdaqice with Sub-clauge 4.2
of 1§ C Publication 326-2. A suitable test pattern is shoy .

6. Relevant specification

Th
clear

ary to define the printed Qoard
S Publication 326-3 shall be followed.

wher MQININa vithowttalerance or simple maxima or minima shall be given
wher| ; eoise icati are necessary for certain areas or parts of the printed
boar

If /exa 5ibiliies of presentation, of tolerance classes, etc., the selections given in
IEC i

7. Charagte
(T
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TaAaBLEAU I

Caractéristiques de base

326-8 © CEI 1981

I’exécution

=

Fous métallisés

Contour de la carte Q
1a

Eillets Q

@)

Liaison-de-la-pellicule

~

\% Womposhe compléte

introduction du
t ou la soudabilité. Il ne doit
kmanques ni défauts appa-
s évidence par fissures ou
tion entre collerette et paroi

oupe du contour de la carte, y
mpris les fentes et encoches, doit
étre nette, sans déchirure ni entaille

Les ceillets doivent étre fixés solidement.
Les collerettes peuvent étre brasées 3
Pimpression. Il ne doit y avoir aucune
détérioriation du conducteur ou du
support isolant autour de Pceillet

Les conducteurs ne doivent pas présenter
de défauts d’adhérence au support iso-
lant, mis en évidence par des cloques et
plissements autres que ceux qui sont
admis dans la spécification du maté-
riau

—_ A ()
[ 3 Z
O s & 3 g
S TS e g
s 3 |28 388 .
Caractéristiques B L8 g =9 Exigences Remarques
7. 3N eo] pem)
@O o o L%
23 |o8e| E3
w . FE 8 £58
— = .5 °
25 |888| 55
Z. & asa w =
Ekamen général
Cpntrole visuel
Cpnformité et identi- | 1 *
fication
Abpect et qualité de | la

de protection au
support et a4 I'im-
pression

*Voir le troisiéme alinéa de I’article 4.

Eprouvette composite compléte

La :;G;BUII du;t pala’x‘u\. UUIIIP:\-:\- bt un;
forme. Des décollements mineurs sont
autorisés aux endroits suivants:

a) & des points situés au hasard, loin
des conducteurs. Ces décollements
doivent avoir chacun une surface in-
férieure ou égale a 5 mm? et étre pla-
cés a plus de 0,5 mm du contour

b) le long des bords des conducteurs. De
tels décollements ne doivent pas em-
piéter sur I’espacement prévu des con-
ducteurs de plus de 20% de cet espa-

cement (évaluation visuelle)

Des exemples de décol-
lements sont indiqués
a la figure 5, page 33
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TABLE 1

Basic characteristics

*See the third paragraph of Clause 4.

Complete composite test|pattern

a) At random locations away from the
conductors. Such delaminations shall
have an area not exceeding 5 mm?
each, and shall be more than 0.5 mm
from the edges

b) Along the conductor edges. Such de-
laminations shall not infringe upon
the design spacing between the con-
ductors by more than 20% of the de-
sign width by visual estimation

Q « =
S |528| 8
B 5SS 1Y
g (|95 3 E
° - o= =]
_ = 273 ‘5 3] .
Characteristics s 228 < o Requirements Remarks

= w0 & -

st |58z 82

Z& |225| ES

79 |33 | &3

= = <28 »#e

General expmination

Visual exainination

Conformity and iden- | 1 * Pattern, marking, identification ¢an

tificatiop material finishes shall comply with the
o relevant specification. The;
B no apparent defects Q
s
Appearande and 1a .: The boards shall app:
workmanship 8 processed in a
P like manner, }
H
g
g
Plated-thrpugh holes o
Q
ke
o
g l
5]
Q

Board edges Q(\

Eyelets > Q\/k s Eyefets shall be firmly secured. Flanges
of eyelets may be soldered to the pat-
tern. There shall be no damage to con-
ductors or substrate around the eyelet

Bonding donducter to \/ There shall be no separation of the con-

substra ductors from the substrate by apparent
blisters or wrinkles other than those
permitted in the material specification

Bonding doverlayer la The bonding shall appear to be complete

to substrate and and uniform. Minor delaminations are
pattern permitted in the following positions:

Examples of delamina-
tions are shown in
Figure 5, page 33
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TaBLEAU I (suite)
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o Lk @
w 3 Z
@) . 9,-% g
o |B2E £
i 3 328| 59 .
Caractéristiques ‘5« ~ g - v Exigences Remarques
26 |8°8) 2%
LV N T = >
—~- v O & = 3
[T 5!_‘-3 ogRe} g o
< = < 5‘ - =
s |588) 58
Z o QA o oo
Entre deux conducteurs contigus la liai-
son doit étre continue sur une largeur
minimale de 0,5 mm. Il ne doit pas
avoir de décollement lorsque esp#ce-
g @ 0,5 mm
D29
> 2%
D¢fauts des conduc- | 1b 2 2% dire, cela est
teurs ag g Des imperfections, par un con-
m S o ou défauts de boxd s dimensions,
pourvu que g lon 1’gssai 2a
P4rticules entre con- | 1bou résiduelles | Si nécesspire, cela est
ducteurs ic 1¢ la ligne de vérifié [par un con-
ite de plus de 20% trdle dgs dimensions,
ance requise pour selon I’¢ssai 2a

Conitrdle des dimen-
sions

jw)

mensions de la
carte

N

cernée.

L’épaisseur nominale de la carte doit étre
conforme 2 la spécification concernée

Les diamétres nominaux et les tolérances
des trous de montage et des trous pour
composants doivent &tre conformes a
la spécification concernée

Les diamétres nominaux des trous utili-
sés uniquement pour les connexions
transversales doivent étre conformes a
1a spécificarion concernée

Une gamjne recomnman-
dée de frous de diffé-
rents dlamétres et to-
lérancep est donnée
dans Publication
326-3 de la CEI

Une mesyre précie n’est
pas ndcessaire parce
que les| écarts ne sont

pas importants

Trous d’accés

Partie de I’éprouvette

composite comportant la
pellicule de protection

La concordance d’un trou d’accés, y
compris Peffet de P’écoulement de
I’adhésif de la pellicule de protection,
par rapport 2 la pastille correspondan-
te, doit étre telle que le recouvrement
éventuel ne réduise pas la largeur ra-
diale effective de la pastille au-dessous
de la valeur minimale prescrite dans la
spécification concernée (voir figure 4,
page 32)

Largeur radiale mini-
male effective recom-
mandée de la pastille:

pour les trous non mé-
tallisés 0,15 mm;

pour les trous métallisés
0,10 mm
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TaBLE I (continued)

Board dimenlsions

Holes

7N

(o)

e releyant specification

inal board thickness shall com-
y with the relevant specification

Nominal diameters and tolerances of
mounting holes and of component
holes shall comply with the relevant
specification

The nominal diameter of plated-through
holes used for through connections
only shall comply with the relevant
specification

a @ =
S |528)| 8
) = =4
z |oE S E
S |ggE] 8
Characteristics s 2279 5 Requirements Remarks
= =G & £
. D = O s W
o = S g P
Za 3281 ER
TREEEID
== <2 n 8
There shall be a minimum continuous
bonding width of 0.5 mm between ad-
jacent conductors. There shall be no
delamination with conductor spacings
2 less than 0.5 mm
8
p
L @
— = .
Conductor defects 1b E' & § | There shall be no cracks or breaks. In- [this
] § H perfections such as voids or de- by
O oa \ ) ina-
Particles between con- | 1bor F Where necessary [this
ductors 1c < shall be verified| by
dimensional examjna-
tion using Test 2a
Dimensional
examination

A recommended range
of hole sizes and tdler-
ances is given in I[EC
Publication 326-3

Accurate measurenjent
is not necessary since
deviations are not fim-
portant

Access holes

iRe 7220

Coverlayer part of

complete composite

test pattern

Registration of an access hole including
influence of adhesive flow in the cover
layer with relation to the relevant land
on the base material shall be such that
any overlapping will not reduce the ef-
fective land dimensions to less than the
minimum stated in the relevant speci-
fication. See Figure 4, page 32

Recommended  mini-
mum effective land at
any point around the
hole:

Plain hole 0.15 mm;

Plated-through hole
0.10 mm
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Espacements des con- | 2
ducteurs

Excentration des
trous et des pastillgs

Il pie doit y avoir ni interruption dans la
pastille ni rupture 3 la jonction de la

— - )
m 3 Z
O lafg| §
< I§=E g
L S |g28| 88 .
Caractéristiques e | =EE o O Exigences Remarques
2.6 0T Q ISR
o < . 2 =9
) w8 g E=a=1
o _- 1-_‘5 =9 g o
- ‘D = P
o8 |885| £&
Zg |A8%c | m2
Fentes, encoches 2 Les dimensions doivent &tre conformes a
la spécification concernée
Largeur du conduc- | 2 Lalar it & aucune tolérance
teur geur particuliére indiquée dans n’est lindiquée, appli-
cification concernée les tolérances
& latged données dans
g blication 326-3
8 ® CEI
22
= a
2a S E
3@
8 13]
£2
al @

Non applicable aux sup-

ports en polyester

*Voir le troisiéme alinéa de ’article 4.

] pastille et du conducteur
a
g
° Les axes des trous doivent étre situés
B8 dans les tolérances spécifiées dans la
=1 -’S’d spécification concernée
g E
Q9
c de D La variation de résistance doit étre con-
la Publ forme 4 la spécification concernée
326-2A
CEillets A I’étude
Résistance 6a E La résistance d’isolement doit étre con-
d’isolement forme a la spécification concernée
Préconditionnement 18a *

La résistance d’isole-

ment est mesurée
avant et aprés épreu-
ve climatique de
conditionnement- et
épreuve a  haute
température, comme
spécifié dans la spéci-
fication concernée
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TaBLE [ (continued)

T e =
2 - =
] s2¢6| &
- 5= a
= < E 3 E
. 2 29S| 8 .
Characteristics 8 2238 5 = Requirements Remarks
= = ‘5 % =
] P=E [=2 3]
=3~ c ag 2=
Z S Y 3 £ =
= o 3 S &
5 O To9 D =
© m 2% o 3
= = < - wn <
Slots, notches 2 The dimensions shall comply with the

relevant specification

Conductor width 2 The-width-shall comply-withany-specific— e sta-
dimensions given in the relevant speci- ted, thesparse. devia-

° fication tio in [IEC
“g' 1 B26-3
&
g
[=]
oo
238
2a % = Imperfections such as voids or ‘edge de-
a fects are permissible, provi
g,
S8 conductor width is n

cification, e.g/
length L of a defe

Spacing bejween con- | 2
ductors

F
Misalignment of hole | la Q
and land 2a There shall be no break-out at
\\ ction of the land and the con-
NP
8o
Positional | tolerance \/\ bt he hole centres shall be within any de-
of hole cg¢ntres b ;' viation specified in the relevant speci-
fication
c &
. Q-
Electrical tdsts \/
Resistance >
Change in [resistance \3(: o b The requirements of the relevant speci- | Not applicable to goly-
of plated-through™\ _326-2 fication shall be met ester materials
holes, thermal\ cy-
cling
Eyelets Under consideration
Insulation resistance 6a E The insulation resistance shall comply | Insulation resistance
with the relevant specification shall be measured be-
fore and after envi-
Pre-conditioning 18a * ronmental condition-

ing and at elevated
temperature as speci-
fied in the relevant
specification

*See the third paragraph of Clause 4.
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TABLEAU I (suite)

— sbe g
m éé “Z
© < @ g g
= lg=eg g
o 8 (2.8 88 .
Caractéristiques ‘q 252 o v Exigences Remarques
2.5 LT 9 o=
s & g . ° =9
e w9 & =5
o - % =R} g o
— ‘= =
oS |8€8| =8
Za& |A%S | @l
Mesure dans les con- | 6a *
ditions atmosphéri- | -
ques normales
Conditionnement se- * Conditiorinement appli-
lon la Publication cable a|spécifier dans
68-2-3 de la CEI. a” spbgfication con-

Essai Ca: Essai con- cexnée
tinu de chaleur hu-
mide, ou Publica-
tion 68-2-38. Essai
Z/AD: Essai cycli-
que composite de
températureet d’hu-

midité
Mesure a température | 6a * Non applicable aux sup-
élevée ports e1} polyester

Egsais mécaniques

Férce d’adhérence
Conducteur au sup-

port isolant \(\
Mesure dans les con-N 10a *

ditions atmosphéri- [

ques normale; \/>
Mesure a tem@r 0b *
élevée
\

La force d’adhérence doit étre conforme | Conductejrs sans pelli-
tion concernée cule de protection

Non applicable aux sup-
ports en polyester

bree d’arrachemen

F * La pastille ne doit pas se détacher lors | Pour cet|essai I’éprou-
des opérations de brasage. La force vette doit étre sup-
d’arrachement ne doit pas étre infé- portée |[par une carte
rieure 4 la valeur spécifiée dans la spé- rigide

cification concernée

Fitigue Ia flxi * A Pétude

E[mﬂ' divers

Revétements métalli-
ques de finition

Adhérence du revéte- | 13a K On ne doit pas constater la présence de
ment  métallique, revétement adhérant au ruban adhésif
méthode du ruban aprés P'avoir arraché du conducteur,
adhésif autre que le surplomb

Epaisseur de métalli- | 13f * K L’épaisseur du revéteme_nt doit étre con-
sation (zone des forme 4 la spécification concernée
contacts)

*Voir le troisiéme alinéa de ’article 4.
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TABLE I (continued)

Characteristics

1EC Publication 326-2

Test No.

Additional test details
to be specified in the
relevant specification

Specimen of composite

test pattern

Requirements

Remarks

Measurement at
standard atmos-
pheric conditions

6a

*

Conditionin, 1EC
Publication 68-2-3
Test Ca,| Damp

- Heat, Steady State,
or Publicdtion 68-
2-38, Tes{ Z/AD,
Compositg Temper-
ature / Humidity,
Cyclic Test

Measurement at ele-
vated temperature

Mechanical tests
Peel strength

Conductor
material

to base

Measuremenj at
standard atmosphe-
ric conditipns

at ele-
erature

Measuremen}
vated temf
Pull-strength

Pull-off streqgth,
lands with pldin
holes

Flexural fatigue

Miscellaneozls tests

6a

10a

&

CHLS

The (peekstréngth
rele pecifi

>

omply with the

The land shall not become detached dur-
ing soldering operation. The pull-off
strength shall be not less than the value
specified in the relevant specification

Under consideration

ing
the
ion

Not applicable to poly-

ester materials

Conductors
coverlayer

withiout

Not applicable to poly-

ester materials

For this test the speci-
men shall be dqup-

ported by a
board

rjgid

Plating finishes
Adhesion of plating,

tape method

Thickness of plating
(contact areas)

13a

13f

*See the third paragraph of Clause 4.

There shall be no evidence of plating ad-
hering to the tape after removal from
the conductor, other than that result-
ing from overhang

The thickness shall comply with the rele-
vant specification
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TABLEAU | (suite)
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A

M

SIS S

T | 3 £
O |aBo 2
=& g £
e 8 |28 38 .
Caractéristiques ‘5 Pl =21 c 9 Exigences Remarques
2o |89 81 83
LT T = >
~m w O & F=R=1
3 |55 25
e |8%E| &2
Soudabilité 14a . H, A | Les conducteurs doivent étre couverts | Non applicable aux sup-
d’un revétement lisse et brillant d’allia- ports en polyester
ge de brasage avec seulement des traces
(environ 5%) de défauts éparpillés, tels | Pour les supports en po-
que piqiires, surfaces non mouillées/ou imide |un séchage
toprif peut étre
avant le
ffectué dans
ndjitions de ré-
ption qu aprés vieil-
lissemend accéléré, se-
lon accoxd entre ache-
teur et v¢gndeur
A)|Quand I’emploi Flux non aftivé, comme
d’un flux non acti- spécifié [au paragra-
vé est agréé par phe 6.6.] de la Publi-
’acheteur et le cation 68-2-20 de la
vendeur CEI
A la réception

ver I’aptitude au mouillage est utilisé,
hantillon doit étre mouillé dans les

4s

Retrait de mouillage: L’échantillon doit
rester en contact avec I’alliage de bra-
sage en fusion pendant un temps com-
pris entre 5 s et 6 s et ne doit pas pré-
senter de retrait de mouillage

Mouillage: 1’échantillon doit étre mouil-
lé dans les 4 s

Retrait de mouillage: L’échantillon doit
rester en contact avec [’alliage de bra-
sage en fusion pendant un temps com-
pris entre 5 s et 6 s et ne doit pas pré-

*Voir le troisiéme alinéa de I’article 4.

senter de retrait de mouillage

Pour le mouillage et le retrait de mouilla-
ge (si applicable) les trous doivent étre
conformes aux trous correctement éta-
més, représentés a la figure 3, page 31,
autant que possible avec les supports
minces utilisés pour les cartes impri-
mées souples
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TABLE I (continued)

N - &
& |528| 8
o = =%
§ |SE8|E
= w T = 151
Characteristics s 228 S o Requirements Remarks
= =0 & =)
s |58=| 82
z& |228| ER
2 l<ae | &¢
Solderability 14a * H, A | The conductors shall be covered with a | Not applicable to poly-
smooth and bright solder coating with ester materials
not more than traces (approximately
5%) of scattered imperfections such as For,_Rolyimide ma-
pinholes, unwetted or dewetied areas. appropfiate
The imperfections shall not be concen- i i the
trated on one area be
ied
recejved
r aftef ac-
\ as
upon between
purchaser and verjdor
A) When thk use of a on-activated flux as
non-actiyated flux specified in  $ub-
is agreed between clause 6.6.1 of IEC
purchaser and Publication 68-2-20
vendor
As receiyed condi- e £-5) Shall wet within
tion tempotarily protective coat-

eserve the wettability
imen shall wet within4 s

wetting: The specimen shall remain in

contact with the molten solder for be-
tween S s and 6 s and shall not have
dewetted

()

After accelerated age-
ing

Wetting: The specimen shall wet within
4s

2N,

Dewetting: The specimen shall remain in
contact with the molten solder for be-
tween 5 s and 6 s and shall not have
dewetted

L5

For both, wetting and dewetting (if ap-
plicable), the holes shall comply with
the well-soldered holes of Figure 3,
page 31, in as far as possible with the
thin material used for flexible printed
boards

*See the third paragraph of Clause 4.
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TABLEAU I (suite)

— o @
© < » W o,
2 | gsE £
H 2R v g
At .. T [ <31 o 9 :
Caractéristiques 5 258 Py Exigences Remarques
72O v T 8 S 3
VN T o = 5
— e » U = S 5
o _. =£ 8 50
) 298w = Q
b4 .
z& |ag&| 82
B) Quand Pemploi Flux activé (0,2%),
d’un flux activé comme spécifié au
est agréé par paragraphe 6.6.2 de
P'acheteur et le la Publication 68-2-20
vendeur dela CEI
A |a réception
t aprés vieillisse-
ent accéléré

pour les cartes imprimées

£

Rdsistance aux sol- [

vants et au ﬂt

- cloquage ou décoliement interlami-
naire;

- enlévement accidentel de réserve ou
d’encre;

- dissolution;

- changement important de couleur.

Acceptation si:

5 5
(%,
“

a) Marquages non altérés;
b) Marquages altérés mais lisibles.

Rejet si:

ajJ Marquages 1lisibies ou detruits;

b) Marquages douteux: c’est-a-dire avec
possibilité de confondre des caractéres
similaires, par exempie R-P-B, E-F,
C-G-0.

*Voir le troisiéme alinéa de I’article 4.
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TaBLE I (continued)

o IR -
S |58 8
= = a
£ |©Es84 E
=] P o= (=]
— = 28 = 3} .
Characteristics s 223 s o Requirements Remarks
= = s % -
s5 |§8:]| 82
zZ& [S£%5| ES
20 |B23| 84
— v
8 <2 | &8
B) When the use of Activated flux (0.2%)
an activated flux’is as specified in Sub-
agreed  between clause 6.6.2 IEC

purchagser and

-20
vendor] (

As received condition For boards with or without tempor:
and aftgr accelera- protective coating intended to preserve
ted ageing wettability:

Wetting: The specimen shall
3s

7

Solvent and flux resis- | 1
tance

AN,

ink;
dissolving;
substantial change in colour.

\S - blistering or delamination;
3 - random removal of areas of resist or

i

70,

Accept:

a) Markings unaffected;
b) Markings reduced but legible.

Reject:

a) Markings illegible or destroyed; )

b) Markings doubtfully legible, i.e. pos-
sible mistaking of similar characters
such as R-P-B, E-F, C-G-O.

*See the third paragraph of Clause 4.
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Caractéristiques supplémentaires (a évaluer uniquement lorsque explicitement exigé)

Caractéristiques

w

—_ g 3
wog ., E
Q =TI
28
) ITI=a-1
= €35 6
QL 0 2 o
o = e
R gog
@ B D
@0 2. &
o] wg @
= |22

o . =8
o5 |35 8
o~
Z & Awg o

I’éprouvette composite

Echantillon de

Exigences

Remarques

Contyble des dimen-
sidns

Position de I’impres-
sidn et des trous par
rapport A une don-
née de référence

[«

Essais électriques

Résiqtance

Résiqtance des con-
ducteurs

Epr

pour conducteurs

Revédtements
ques de finition

ve de coura,
Epreive de cou

Y%

&

La position doit étre conforme
mension spécifique donné
spécification concernée

ce doit étre conforme a la spé-
ion concernée

Les conducteurs ne doivent pas étre dété-
riorés (fusion) et il ne doit pas y avoir
de surchauffe se traduisant par une dé-
coloration

Il ne doit pas y avoir de décharge disrup-
tive

e étant
le point
qui com-

se, on ap-
plique les s don-
nés dans fa Publica-
tion 326-3|de la CEI

sation (en dehors
des zones de con-
tact)

*Voir le troisiéme alinéa de P’article 4.

Adh¢rencé du revéte- | 13b K I ne doit étre constaté ni cloquage ni dé-
ment, méthode du collement du revétement métallique
brunissement

Porosité, exposition | 13c K Les prescriptions de la spécification con-
aux gaz cernée doivent étre satisfaites

Porosité, essai élec- | 13d K Les prescriptions de la spécification con-
trographique 13e cernée doivent étre satisfaites

Epaisseur de métalli- | 13f * C L’épaisseur doit étre conforme a la spéci-

fication concernée
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TasLE 11

Additional characteristics (to be assessed only when specifically required)

Characteristics

IEC Publication 326-2
Additional test details

Test No.

to be specified in the
relevant specification

Specimen of composite

test pattern

Requirements

Remarks

Dimensional exami-
nation

Position of pattern
and holes felative to
a datum rgference

Electrical tests

Resistance

conduc- | 3a

tors
Current prodf
Current propf, con- @

ductors

Resistance o

<

Voltage proo

Miscellaneou s

Plating finisRes

V//A/ %

q
The position shall comply with any sp
cific dimensions given in the relevaat
specification

@

comply with the rele-

he resistance
X .

e conductors shall not burn out (fuse)
d there shall be no overheating as
apparent by discolouration

There shall be no disruptive discharge

width. When spetial-
ly called for, the|de-
viations given in JEC
Publication 3p6-3
shall be applied

(other areas than
contact areas)

*See the third paragraph of Clause 4.

Adhesion of] plating, | 13b K There shall be no evidence of blistering
burnish metirod or detachment of the plating

Porosity, gas expo- | 13c K The requirements specified in the rele-
sure vant specification shall be met

Porosity, electro- 13d K The requirements specified in the rele-
graphic 13¢ vant specification shall be met

Thickness of plating, | 13f * C The thickness shall comply with the rele-

vant specification
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oy
— L 3 Y
moE E Z
Q <88 Q
SR~ o,
K] g% & g
[V g 3 8 o O
friopd o 2o - @ : R
Caractéristiques 3~ G & o © Exigences emarques
22 |8=%| 53
g aga | =3
o |288] €3
T 3 Bl 2| E5
-1 8L & G 0
Z o, [a R ] |63 B
Endurance a la cha-
leur
A long terme * Y la tempéra-
re jsont indiquées
la’ |spécification
Contréle visuel la

tection

*Voif le troisiéme alinéa de I’article 4.
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TAaBLE Il (continued)

Y ola | 2
S |28 &
- BRGE= a
g |°=8| E
=] - = o
.. E=] 5385 S N
Characteristics g =g é S Requirements Remarks
. B Eg @ = 5
o3 S o= Q=
26 |S9E| £EX
79 1828 | 8¢
== <22 a8
Thermal endurance
Long term * Y Storage at maximum operating tempera- |
ture
Visual inspgction la There shall be no separation of condig-
tor or of the coverlayer

*See the third paragraph of Clause 4.

o

'
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8. Eprouvette composite

L’éprouvette composite de la figure la, page 28, permet d’exécuter la majorité des essais
d’homologation sur une carte d’essai ou un coupon.

En utilisant les échantillons individuels, les essais suivants peuvent étre effectués:

Note. — Par souci d’économie, on utilise la méme éprouvette composite pour la présente norme et la Publications 326-7 de

la CEI.
O
N -
23 | £ | E
pot g g
o o
Essai ST2g | 23 g
§ S —t= | B3
s ® S &
| O o(o < [
(33
m (\ (mm' wnm (mm)
A Indexation de la pellicule de protection; soudabilité \
des trous métallisés \ (] 1,8 0,8
ceillets 4, 4,0 2,02

C Coupe micrographique, épaisseur de métallisation 2,5 2,5 1,3
r\ 2,0 2,0 0,8

D Variation de résistance des trous métaQ Q &k) )\/ 2,5 - 0,8

E Résistance d’isolement et contaminatio 2,0 - 0,8

F Définition des conduéteurs, geliry-défauts ef particules
entre conducte S - - -

G Force d’@nc%s COMW base - - -

H Soudabllxt(déso\x&:eu\ \/ - 3,0 -

J W\@s avec trous non métallisés - 4,0 1,3

K <\%%W de finition - - -

X FatiguWn 2,5 4,0 1,3

Y Endurance 4 la chaleur - - -

YDiamétre de la collerette de I’ceillet
DDiamétre du trou dans lequel Pceillet est fixé
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8. Composite test pattern

The composite test pattern of Figure 1a, page 28, permits the majority of type approval tests to
be carried out on a test board/test coupon.

Using the single test specimens, the following tests can be made:

Note. — For the purpose of economy, the same test pattern is used for this standard and IEC Publication 326-7.

Test 5
=
g
E
I3 QO - ZNS B
“ @ ®

»

Registration of coverlayer, and solderability

overl
ccess hole
met
~ NOmin
' . d
[--]
amet
ingl
ole

0.8

of plated-through holes x
eyelets Q 4&% oY 2.0
N
C | Microgection, thickness of plating \2%\/ 2.5 1.3
~ e 2. 2.0 0.8
D Changg in resistance of plated-through holes < Q < KU/\/Z 5 _ 0.8

E Insulation resistance and process contamination 2.0 - 0.8

F Conductor definition, -spacmgw

conductors - - -
G Peel stfength, con ct to b se mat - - -
H Solderability of con%u’éét\\ \/>\/ - 3.0 -
J Pull-off SUCM‘\K\\@ - 4.0 1.3
K Plating ﬁ@m - - -

X Flexural fatlgue 2.5 4.0 1.3

Y Thermal endurance : - - -

DFlange diameter of eyelet
PHole diameter to accommodate the eyelet
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a i K g
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) G:' D
& - ¥
(
|
i l
! >
[-—| tat——— D )——~
Revers
Reverse 27781
Dimensi Dinlensions in mm.
F1G. 1a. — Eprouvette composite pour cartes imprimées souples 4 simple et & doubie face avec

COTIMEXIONS Transversales. Details, voir figure 1D.
Composite test pattern for single and double sided flexible printed boards with through
connections. Details, see Figure 1b.
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